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学 位 論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 
本論文では、材料除去メカニズムと研磨微粒子の挙動との関係性や低屈折率パッドを残膜
モニタリング手法に関する原理、ナノ微粒子観察に関する光学的観察手法、などについて報
告された。 
また、半導体プロセスを用いてシリコン型からNiめっきによるマイクロ金型技術の作製手
法の確立やナノインプリント法における剥離の問題などこれまでに困難とされてきた金型
転写技術を新たに確立した。特に、ポリシングパッド表面においては、ドレッシング処理に
より１０μｍ程度の表面アスペリティの状態が研磨性能に直接的に影響することが推測さ
れたが、マイクロパターンパッドにおける空間波長と研磨性能の関係を明らかにしたことは
学術的にも有意義である。ここでは低屈折率のパッドの開発によりこれまで困難とされてき
た研磨中におけるナノ微粒子の挙動の観察を可能にすることでポリシングパッドの線速度
とナノ微粒子の運動、そして、ポリシングパッドにおける接触点近傍における微粒子の集積
状況など、視覚的に捉えることを可能にした。そのためポリシングパッドの開口部に低屈折
率パッドを挿入することで、in-situでの研磨微粒子観察や残膜測定が可能となり本手法が難
加工材の研磨技術以外に最先端の半導体プロセスにも展開を図ることが可能となる。 
また、公聴会においても、多数の出席者があり、種々の質問がなされたが、いずれも著者
の説明によって質問者の理解が得られた。ここでは企業における上司も同席しており、上司
からも高い評価受けた。 
以上の結果により、博士調査及び最終試験の結果に基づき、審査委員会において慎重に調
査した結果、本論文が、博士（情報工学）の学位に十分値するものであると判断した。 
